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(54) ANORDNUNG ZUR KUHLUNG VON SMD-LEISTUNGSBAUELEMENTEN AUF EINER LEI-
TERPLATTE

(57) Anordnung zur Kiihlung von auf einem plat-
tenfdrmigen Tragersubstrat (2) angeordne-
ten elektrischen Bauelementen (1), insbe-
sondere von SMD-Leistungsbauelementen
auf einer Leiterplatte, wobei zumindest ein,
einem Bauelement (1) zugeordneter Kiihl-
korper vorhanden ist, der auf der gleichen
Seite mit den Bauelementen angeordnet ist
und der mittels einer Warmeleitschicht (4),
die auf dem Tragersubstrat (2) ausgebildet
ist, mit dem zugeordneten Bauelement
wirmeleitend verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass der Kuhlkorper als Blechbiegeteil (3)
ausgebildet ist und mittels einer Létverbin-
dung (11) mit der Warmeleitschicht (4) ver-
bunden ist, dass das Blechbiegeteil (3) zu-
mindest ein Kihlkdrperelement (8) aufweist,
das sich in einer Langsrichtung erstreckt
und diese Langsrichtung bezliglich der Ebe-
ne (5) des plattenformigen Tréagers (2)
schrag ausgerichtet ist.
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Anordnung zur Kihlung von SMD-Leistungsbauelementen auf einer

Leiterplatte

Anordnung zur Kihlung von auf einem plattenférmigen
Tragersubstrat (2) angeordneten elektrischen Bauelementen
(1), insbesondere von SMD-Leistungsbauelementen auf einer
Leiterplatte, wobei zumindest ein, einem Bauelement (1)
zugeordneter Kihlkérper (3) vorhanden ist, der auf der
gleichen Seite mit den Bauelementen angeordnet ist und der
mittels einer Wiarmeleitschicht (4), die auf dem
Trdgersubstrat (2) ausgebildet ist, mit dem zugeordneten
Bauelement wdrmeleitend verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet,
dass der Kihlkérper (3) als Blechbiegeteil
ausgebildet ist und mittels einer Létverbindung (11) mit
der Wdarmeleitschicht (4) verbunden ist,
dass das Blechbiegeteil zumindest ein
Kihlkérperelement (8) aufweist, das sich in einer
Léngsrichtung erstreckt und diese L&ngsrichtung
beziglich der Ebene (5) des plattenfdrmigen Trigers (2)

schrédg ausgerichtet ist.

Figur 1

15
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Anordnung zur Kihlung von SMD-Leistungsbauelementen auf einer

Leiterplatte

Beschreibung
Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Kithlung von auf
einem plattenfdrmigen Trdgersubstrat angeordneten

10 elektrischen Bauelementen, insbesondere von SMD-
Leistungsbauelementen auf einer Leiterplatte, wobei zumindest
ein Kuhlkoérper vorhanden ist, der auf der gleichen Seite mit
den Bauvelementen angecordnet ist und der mit einem
zugeordneten Bauelement mittels einer Warmeleitschicht, die

16 auf dem Trédgersubstrat ausgebildet ist, widrmeleitend

verbunden ist.

Stand der Technik
20
Zur Kihlung von Leistungsbauelementen, die in
Oberflachenmontage (SMT Surface Mount Technolegy) montiert
sind, sind verschiedene Entwérmungskonzepte bekannt. Die
Warmeabfuhr kann durch Kihlk&rper erfolgen, die entweder auf
25 der Bestiickungsseite oder auf der Riickseite der Leiterplatte

angeordnet sind.

Aus der DE 43 32 115 B4 ist eine Anordnung zur Kithlung einer
Leiterplatte bekannt, bei der ein Kihlkdrper verwendet wird,
30 der auf der Bestlickungsseite angeordnet ist. Eine elektrisch
isolierende aber wdrmeleitende Klebefolie verbindet den
Kihlk8rper mit den Leiterbahnen, die zum SMD-Bauelement
fihren. Die wdrmeleitende Klebefolie besitzt aber selbst
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einen thermischen Widerstand. Das Aufbringen der Klebefolie
erfordert bei der Herstellung einen zusdtzlichen
Verfahrensschritt. Die Kithlrippen stehen senkrecht zur Ebene
der Bestiickungsseite der Leiterplatte. Bei natiirlicher

5 Konvektion ist die Kihlung deshalb von der Raumlage der

Leiterplatte abhéngig.

Ein elektrisches Gerit mit einer Leiterplatte, bei der SMD-
Bauelemente durch einen Kilhlkdrper auf der Unterseite der

10 Leiterplatte gekihlt werden, ist aus der DE 199 10 500 Al
bekannt. Mittels thermischer Durchkontaktierungen (thermal
vias) wird die auf der Bestiickungsseite anfallende
Verlustwarmemenge auf die Riickseite der Leiterplatte
geleitet. Die thermische Durchkontaktierung stellt bei der

15 Herstellung der Leiterplatte ebenfalls einen erhdhten Aufwand

dar.

Diese bekannten Entwdrmungskonzepte sind also in der
Herstellung aufwindig und haben dariilber hinaus den Nachteil,

20 dass die Entwdrmung bei natiirlicher Konvektion von der
Einbaulage abhingig ist. Im ungiinstigsten Fall kann ein
Wirmestau auftreten, der die Funktionsfidhigkeit der SMD
Schaltung beeintrdchtigen kann.

25

Darstellung der Erfindung

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Anordnung zur Kihlung von SMD-Leistungsbauelementen

30 anzugeben, bei der das Wirmeablejitungsvermdgen in einem
méglichst geringeren Ausmafe von der Einbaulage abhingig und
die in der Herstellung méglichst einfach und kostengiinstig

ist.
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Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelést. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
Gegenstand von abhdngigen Ansprtichen,

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass durch einen
Kihlkérper mit schrdg zur Leiterplatte ausgerichteten
W&rmeableitelementen eine von der Einbaulage weitgehend
unabhdngige Wirmeabfuhr erzielt werden kann. M. a. W., die
fir die Warmeabgabe an die Umgebungsluft mafRgeblichen Teile

‘des Kithlkdrpers sind nicht waagerecht oder senkrecht

beziiglich der Ebene des Schaltungstridgers ausgerichtet,
sondern seitlich geneigt. Dadurch verringert sich die
Lageabhéngigkeit der Kihlwirkung. In Folge davon verbesserte
sich die Zuverlé&ssigkeit der in SMD-Technik aufgebauten
Schaltung. Die schrig zur Leiterplattenebene ausgebildeten
Warmeableitelemente kdnnen kostengiinstig als Blechbiegeteil
hergestellt werden. Die fir die W&rmeabgabe an die
Umgebungsluft maRgeblichen Teile des Kiuhlkérpers kénnen
fingerformig oder flachenfdrmig ausgebildet sein.
Erfindungsgemdf ist das Blechbiegeteil mittels einer
Létverbindung mit einer W&rmeleit- oder
Warmeverteilerschicht, auf der das zu kilhlende Bauelement
montiert ist, verbunden.

Das Blechbiegteil kann wie ein SMD-Bauteil durch "pick and
place" Bestiickungsautomaten automatisch gehandhabt werden.
Dadurch l&sst sich die gesamte Kiihlanordnung kostengiinstig

herstellen.

Eine hinsichtlich der Fertigung giinstige Ausgestaltung des
Blechbiegeteils kann dadurch gekennzeichnet sein, das es
einen U-férmig gebogenen Abschnitt aufweist, dessen Schenkel
sind mit der Wirmeleitschicht verlétet sind. An jeder
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Stirnseite des U-férmig gebogenen Abschnittes sind die
Kihlkdrperelemente durch gebogene Blechabschnitte gebildet.

Eine sehr gute Entwdrmung l&dsst sich durch eine Ausfilhrung

5 erreichen, bei der die Kilhlkérperelemente fléachenfdrmig
ausgebildet sind und Warmeableitungsfldchen aufweisen, welche
jeweils mit der Ebene des plattenférmigen Trdgersubstrats

einen spitzen Winkel einschlieBen.

10 Bei dieser Ausfilhrung kann es vorteilhaft sein, dass die
flidchenférmigen Kihlkérperelemente T-férmig ausgebildet sind

und abgewinkelte Endstiicke aufweisen,

Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung kann dadurch

15 gekennzeichnet sein, dass die Kihlkdrperelemente als
Kihlfinger ausgebildet sind, die facherférmig in den oberhalb
der Ebene der Bestiickungsseite liegenden Halbraum des

Trédgersubstrats ragen.

20 Fir den antomatischen létprozess kann es ginstig sein, wenn
das Biegeblechteil mit einer létbaren Oberfliche beschichtet,
z.B. Zinn-, Nickel- oder WeiBbronzeschicht, oder aus einem
létbaren Material hergestellt ist.

25 Ginstig fir die Fertigung ist ferner eine Anordnung, bei der
der Kihlkérper mit seinen beiden U-fdérmigen Schenkel
benachbart zu jenen Seiten des quaderfdrmigen SMD-
Leistungsbauelements liegt, an welchen keine

Anschlusskontakte ausgebildet sind. Auf diese Weise kann die

30 Loétbefestigung des Blechbiegteils zusammen mit dem L&ten der
elektrischen Anschlusskontakte erfolgen.
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Fir die automatische ,pick and place™ Handhabung kann es
ginstig sein, wenn das U-férmige Blechbiegeteil eine
Flachseite aufweist, so dass ein Saugarm einer automatischen
SMD-Bestiickungsmaschine das Blechbiegteil sicher greifen und

§ transportieren kann.

Fine besonders kostenglinstige Ausbildung der Erfindung kann

dadurch gekennzeichnet, dass das Blechbiegeteil aus einem

Kupferblech besteht und durch Stanz-Biege-Technik hergestellt
10 ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

15 Zur weiteren Erléduterung der Erfindung wird im nachfolgenden
Teil der Beschreibung auf die Zeichnungen Bezug genommen aus
denen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Einzelheiten und

Weiterbildungen der Erfindung zu entnehmen sind. Es zeigen:

20 Figqur 1 eine perspektivische Ansicht einer
erfindungsgeméfen Anordnung zur Entwdrmung von
SMD-Leistungsbauelementen auf einem
plattenférmigen Trégersubstrat;

25 Figur 2 einen Kiihlk&rper wie er in der
erfindungsgeméfien Anordnung gemif Figur 1
eingesetzt wird in einer dreidimensionalen

Darstellung:;
30 Figur 3 einen Schnitt durch ein SMD~Bauelement mit

einem dariiber angeordneten Kiihlk8rper gemif der
Linie A-A in einem Ausschnitt der Figur 1.
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Ausfihrung der Erfindung

Die Figur 1 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel der

§ erfindungsgemiflen Kithlanordnung, wie sie fir eine Dimmer-
Steuerung in der Elektroinstallatjonstechnik
(Elektroinstallations~Bus EIB) eingesetzt wird.

Auf einer Leiterplatte 2 sind auf einer Bestiickungsseite 5

10 Leistungsbauelemente 1 in Oberflédchenmontage (SMT-Technik)
montiert. Diese SMD-Bauelemente weisen Anschlusskontakte 10
auf, die mit nicht n&her dargestellten Leiterbahnen
elektrisch verbunden sind. Jedes SMD-Leistungsbauelement 1 in
Figur 1 liegt wdrmeleitend auf einer Warmeleit- oder

15 Verteilerschicht 4, die auf der RBestiickungsflache 5
ausgebildet ist, auf. Die Warmeleitschicht 4 weist dabei die
Form eines Doppel-T auf. Ein U-formig ausgebildeter
Kihlkdrper 3, der auf der gleichen Seite wie die Bauelemente
1l des Trégersubstrats 2 angeordnet ist, umgibt nach Art eines

20 Tunnels jedes dieser SMD-Leistungsbauelemente 1. Der
Kihlkérper 3 ist einstickig aus einem Kupferblech gebildet.
Die Herstellung dieses Blechbiegeteils erfolgt vorzugsweise

in Stanz-Biege-Technik.

25 1In Figur 2 ist dieses Blechbiegteil 3 in einer rdumlichen
Darstellung gesondert dargestellt. Es besteht im Wesentlichen
aus einem u-férmigen Abschnitt 15, der sich aus den beiden
Schenkeln 6 und einer Flachseite 14 zuysammensetzt. An diesem
U-férmigen Abschnitt 15 ist jeweils an einer Stirnseite 7 ein

30 Kilhlkérperelement 8 in Form eines T-férmiger Blechlappens
ausgebildet. Der RBRlechlappen 8 ist beziiglich der Ebene 5 hoch

gebogen, und weist seinerseits wieder beziglich des

Mittelteils eines jeden Lappens 8 gebogene Endstiicke 9 auf.
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Wie am besten anhand der Figur 3 zu erkennen ist, sind in
einer Montagenstellung die beiden Schenkel € des U-férmigen
Abschnittes 15 des Blechbiegeteils 3 jeweils durch eine

5 Lotverbindung 11 mit der Warmeleitschicht 4 verldtet. Die beil
Betrieb in einem SMD-Leistungsbauelement 1 anfallende
Verlustleistung gelangt so Uber die Warmekontaktflidche 13 auf
die Warmeleitschicht 4. Von dort wird der Warmestrom verteilt
und in die Doppel-T-Abschnitte geleitet. Uber die

10 Lotverbindung 11 gelangt der Wirmestrom in die Schenkel 6 des
Kihlkdrpers 3 und von dort weiter in die fur den konvektiven
Warmeaustausch ausgebildeten Kithlkdérperelemente 8. Die
Kihlk&rperelemente 8 &dhneln ihre Gestalt nach "Fliigel" die
von der Stirnseite 7 des U-f&érmigen Abschnitts 15 in den

15 Halbraum 12 nach oben zeigen. Diese "Fliigel" sind durch die
beiden Lappen 8 des Blechbiegeteils 3 gebildet. Jeder dieser
Lappen 8 schlieft mit der Ebene 5 des Trigers 2 einen
spitzten Winkel 16 ein, d.h. jeder Lappen 8 zeigt samt den
beiden Endstiicken 9 nach oben in den Halbraum 12. Die beiden

20 Lappen B8 eines Kijhlkdrpers kdnnen unterschiedlich groRe

Winkel mit der Ebene 5 einschliefen.

Da der Kihlkdrper 3 auf der Seite der Bauteile 1 des
Trdgersubstrats 2 angeordnet ist, erfolgt die Wirmeabfuhr von
25 der Seite auf der sie anfillt:; aufwendig herzustellende

thermische Durchkontaktierungen sind nicht erforderlich.

Durch die dargestellte Ausbildung des Kiithlkdrpers 3 wird zum
einen eine gute Wirmeableitwirkung erreicht. Diese

30 Wirmeableitwirkung ist weniger stark von der Raumlage des
Tragersubstrats 1 abhingig, als dies bei einem Kiuhlk8rper der
als Strang-Press-Profil ausgebildet ist, der Fall ist.

Dadurch kann wirkungsvoll einem Warmestau entgegengewirkt
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werden. Der vom Bauelement 1 zum Kihlk®rper 3 gefithrte
Wirmestrom muss nicht den Warmewiderstand einer
Klebstoffschicht iiberwinden, was eine geringere Temperatur im
Bauelement 2 bedeutet. Die Zuverldssigkeit einer

5 elektronischen Schaltung in SMD-Bauweise kann dadurch
verbessert werden. Zum anderen kann der aus einem
Blechbiegeteil hergestellten Kithlkdrper 3 kostengiinstig in
hoher Stiickzahl, beispielsweise mittels eines Folge-Verbund-
Werkzeuges erzeugt werden. Fir eine Fertigung in GroRserien

10 ist dies von entscheidendem Vorteil. Im Vergleich zu einem
Kihlkdrper, der als Strang-Pressteil hergestellt ist, ergibt

sich ein Gewichtsvorteil und eine Materialersparnis.

Fin weiterer Vorteil ergibt sich bei der Herstellung der SMD-

15 sSchaltung. Die Handhabung und Platzierung des Kithlkérpers 3
erfolgt dhnlich einem SMD Bauteil: Die Kiihlkérper 3 werden
zum Bestlickungsautomaten in einer herkémmlichen Verpackung
durch einen Gurt o. A. zugeftthrt. Die Saugpipette des
Bestickungsautomaten ergreift einen Kihlkérper 3 auf dem Gurt

20 an der Flachseite 14 und positioniert ihn auf dem
Trégersubstrat 2 auf dem mit Weichlot versehenen Doppel-T-
Randbereichen der Widrmeleitschicht 4. Die L&tverbindung 11
mit der aufgedruckten Lotpaste kann dann in Gblicherweise
durch das sog. Wiederaufschmelzl®éten, auch Reflow-

25 Létverfahren genannt, erfolgen. Das Reflow-L&tverfahren ist
ein Weichloétverfahren, bei dem das Weichlot vor der
Bestuckung auf die Platine aufgetragen wird. Im Anschluss
daran erfolgt die Bestlickung. In einem dritten Schritt
erfolgt dann die Warmezufuhr. Diese kann auf unterschiedliche

30 Weise erfolgen, beispielsweise mittels Infrarotstrahlung,

Laserstrahlung, erhitzte Luft oder mittels einer Heizplatte.
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Die mechanische Befestiqung des Kilhlkdrpers 3 auf dem
Tragersubstrat 2 erfolgt ausschlieflich durch die
Létverbindung 1l. Wie aus Figur 1 zu erkennen ist, liegen die
Schenkel 6 — und damit die L&tverbindung 11 - benachbart zu
jenen Seiten des quaderférmigen Bauelements 1, an denen keine
Anschlusskontakte 10 ausgebildet bzw. Leiterbahnen
herangefiihrt sind. Die Ldtverbindung 11 kann daher im
gleichen Arbeitsgang wie das Herstellen der elektrischen
Létverbindungen 11 zwischen lLeiterbahnen und
Anschlusskontakten 10 hergestellt werden. Es ist weder das
Aufbringen eines Klebstoffs noch sind sonstige

Befestigungsmittel filir den Kihlkérper 3 erforderlich.

Die Herstellung der erfindungsgemiBen Kiihlanordnung erfordert
damit kaum Anderungen an bestehenden SMD-

Bestiickungsautomaten.

Selbstverstdndlich ist es auch méglich, zuerst die
elektrischen Bauelemente mittels einer hochschmelzenden
Lotpaste und dann, in einem 2weiten Schritt, den Kilhlkdrper 3

mittels einer niedrigschmelzenden Lotpaste zu léten.

Das im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel fl&chenfdrmig
ausgebildete Kihlkérperelement 8 kann auch zwecks
verbesserter Widrmeabgabe an die Umgebungsluft duzrch
Langlécher durchsetzt bzw. durch fingerférmig ausgebildete,
fdcherartig auseinander gebogene Rippen ausgebildet sein.

Das Blechbijegeteil ist auf einem Kupferblech hergestellt.
Nach der spanleosen Formgebung wird das Blechbiegeteil
verzinnt, wodurch die Ausbildung einer Oxidschicht, die fiir
das Herstellen der Ldtverbindung 11 unglinstig wire, vermieden
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wird. Selbstverstindlich sind auch andere gut ldtbare

Werkstoffe bzw. Beschichtungen méglich.

Die Wiarmeleitschicht 4 ist im vorliegenden

5 Ausfihrungsbeispiel eine auf der Bestiickungsseite 5
auysgebildete kupferkaschierte Schicht, Die Wérmeleitschicht 4
kann aber auch anders ausgebildet sein, zum Beispiel durch
eine auflaminierte Metallschicht, oder durch ein
Einpressteil, das in einer Offnung cder Ausnehmung des

10 Trigersubstrats 2 mittels Pressesitz befestigt ist.

10
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Zusammenstellung der verwendeten Bezugszeichen

SMD-Leistungsbauelement
Leiterplatte

Kihlkérper
Warmeleitschicht

Eben der Bestiickungsseite
Schenkel

Stirnseite

10 Kiihlkérperelement
Endstick

Anschlusskontakt

w 0O g9 o0 s W N

S
= O

Létverbindung

[
N

Halbraum
Warmekontaktflache
Flachseite

15

e
[V I N

U-férmiger Abschnitt
Winkel

fur]
o

20

11
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Patentanspriche

1. Anordnung zur Kiihlung von auf einem plattenfdrmigen

Tragersubstrat (2) angeordneten elektrischen

5 Bauelementen (1), insbesondere von SMD-
Leistungsbauelementen auf einer Leiterplatte, wobei
zumindest ein, einem Bauelement (1) zugeordneter
Kuhlkdrper (3) vorhanden ist, der auf der gleichen Seite
mit den Bauelementen angeordnet ist und der mittels

10 einer Warmeleitschicht (4), die auf dem Trégersubstrat
(2) ausgebildet ist, mit dem zugeordneten Bauelement (1)
widrmeleitend verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Kihlkdrper (3) als Blechbiegeteil
ausgebildet ist und mittels einer L&tverbindung (11) mit

18 der Warmeleitschicht (4) verbunden ist,

- dass das Blechbiegeteil zumindest ein
Kihlkérperelement (8) aufweist, das sich in einer
Langsrichtung erstreckt und diese Léngsrichtung
beziglich der Ebene (5) des plattenférmigen Trdgers (2)

20 schrdg ausgerichtet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Blechbiegeteil (3) einen U-~férmig gebogenen
Abschnitt (15) aufweist, dessen Schenkel (6) endseitig

25 mittels der L&tverbindung (11) mit der Wiarmeleitschicht
(4) verbunden sind und an jeder Stirnseite (7) des U-
férmig gebogenen Abschnittes (15) die Kithlkdrperelemente
(8) durch hoch gebogene Blechabschnitte gebildet sind.

30 3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kuhlkérperelemente (8) fl&chenfdrmig ausgebildet

sind und Warmeableitungsflichen aufweisen, welche

jeweils mit der Ebene (5) des plattenfdrmigen

12
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Trigersubstrats (2) einen spitzen Winkel (16)
einschliefen (Fig.l).

4. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
5 die fliachenfdrmigen Kiihlkdrperelemente (8) T-férmig
ausgebildet sind und abgewinkelte Endstilicke (9)

aufweisen.

5. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
10 die Kuhlkérperelemente (8) als Kilhlfinger ausgebildet
sind die ficherfdrmig in den oberhalb der Ebene (5)
Bestiickungsseite liegenden Halbraum (12) des
Tragersubstrats (2) ragen.

15 6. Anordnung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blechteil (3) mit einer
létbaren Oberfldche beschichtet oder aus einem ldtbaren
Material hergestellt ist.

20 7. Anerdnung nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das dem Kiuhlkdrper (3) zugeordnete
SMD-Leistungsbauelement quaderférmig ausgebildet ist und
die beiden U-férmigen Schenkel (6) an jenen, paarweise
gegenilberliegenden Seiten des SMD-Leistungsbauelements

25 (1) angeordnet sind, welche keine Anschlusskontakte

aufweisen.

8. Anordnung nach einem der Anspriche 2 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das U-fdrmige Blechteil ein
30 Flachseite (14) aufweist.
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9. Anordnung nach einem der vorstehenden Anspriiche dadurch
gekennzeichnet, dass das Blechbiegeteil (3) aus einem

Kupferblech mittels Stanz-Biege-Technik hergestellt ist.
5 10. Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Blechbiegeteil (3)

zumindest teilweise mit Zinn beschichtet ist.

10
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Patentanspriiche

1. Anordnung zur Kihlung von auf einem plattenformigen
Tragersubstrat (2) angeordneten elektrischen
Bauelementen (1), insbesondere von SMD-
Leistungsbauelementen auf einer Leiterplatte, wobei
zumindest ein, einem Bauelement (1) zugeordneter
Kiihlkdrper vorhanden ist, der auf der gleichen Seite mit
den Bauelementen angeordnet ist und der mittels einer
Warmeleitschicht (4), die auf dem Trdgersubstrat (2)
ausgebildet ist, mit dem zugeordneten Bauelement (1)
warmeleitend verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Kihlkdrper als Blechbiegeteil (3)
ausgebildet ist und mittels einer Lotverbindung (11) mit
der Warmeleitschicht (4) verbunden ist,

- dass das Blechbiegeteil (3) zumindest ein

Kiihlkérperelement (8) aufweist, das sich in einer {‘{:
Langsrichtung erstreckt und diese Langsrichtung .;Jo
beziiglich der Ebene (5) des plattenformigen Tragers (2) ;u.

schridg ausgerichtet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Blechbiegeteil (3) einen U-férmig gebogenen
Abschnitt (15) aufweist, dessen Schenkel (6) endseitig
mittels der Létverbindung (11) mit der Warmeleitschicht
(4) verbunden sind und an jeder Stirnseite (7) des U-
£f5rmig gebogenen Abschnittes (15) die Kihlkérperelemente

(8) durch hoch gebogene Blechabschnitte gebildet sind.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kihlkdrperelemente (8) flachenfdrmig ausgebildet
sind und Warmeableitungsfldchen aufweisen, welche

jeweils mit der Ebene (5) des plattenférmigen

NACHGEREICHT
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Triagersubstrats (2) einen spitzen Winkel (16)
einschlieBen (Fig.l).
3
4. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die flachenfdérmigen Kiihlkérperelemente (8) T-f6rmig
ausgebildet sind und abgewinkelte Endstiicke (9)

aufweisen.

5. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kihlk&rperelemente (8) als Kithlfinger ausgebildet
sind die facherfsérmig in den oberhalb der Ebene (3)
Bestiickungsseite liegenden Halbraum (12) des

Tragersubstrats (2) ragen.

6. Anordnung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blechteil (3) mit einer
16tbaren Oberfliche beschichtet oder aus einem l&tbaren .

Material hergestellt ist.

7. Bnordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das dem Kihlkodrper (3) zugeordnete oo
SMD-Leistungsbauelement quaderfdrmig ausgebildet ist und
die beiden U-fdrmigen Schenkel (6) an jenen, paarweise
gegeniiberliegenden Seiten des SMD-Leistungsbauelements
(1) angeordnet sind, welche keine Anschlusskontakte

aufweisen.

8. Anordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das U-formige Blechteil ein

Flachseite (14) aufweist.

9. Anordnung nach einem der vorstehenden Anspriche dadurch
gekennzeichnet, dass das Blechbiegeteil (3) aus einem

Kupferblech mittels Stanz-Biege-Technik hergestellt ist.
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10. Anordnung nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Blechbiegeteil (3)

zumindest teilweise mit Zinn beschichtet ist.
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